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(57)【要約】
【課題】輝度ムラの発生が抑制され、表示品質の高い有
機ＥＬディスプレイパネルを提供する。
【解決手段】基板１００と、基板１００上に配列されて
画像表示領域９００を構成する複数の画素電極２１０と
、塗布法で形成された発光材料からなる発光層６００を
含む、画素電極上に配置された有機機能層６５０と、有
機機能層６５０上に配置され、複数の画素電極２１０に
対して共有する対向電極２２０と、画像表示領域９００
の外周を囲むように基板１００上に配置された壁状の封
止部７５０と、封止部７５０上に配置された封止板７０
０と、を備えた有機ＥＬディスプレイパネル１０である
。対向電極２２０が、封止部の内壁面７７０上にも配置
されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に配列されて画像表示領域を構成する複数の画素電極と、
　塗布法で形成された発光材料からなる発光層を含む、前記画素電極上に配置された有機
機能層と、
　前記有機機能層上に配置され、前記複数の画素電極に対して共有する対向電極と、
　前記画像表示領域の外周を囲むように前記基板上に配置された壁状の封止部と、
　前記封止部上に配置された封止板と、を備え、
　前記対向電極が、前記封止部の内壁面上にも配置されている有機ＥＬディスプレイパネ
ル。
【請求項２】
　前記封止部が、ガラスフリットの焼成物により形成されている請求項１に記載の有機Ｅ
Ｌディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記封止部の内部に空隙が形成されている請求項１又は２に記載の有機ＥＬディスプレ
イパネル。
【請求項４】
　基板上に画像表示領域を構成する複数の画素電極を配列するステップと、
　発光材料および揮発性の有機溶媒を含有するインクを前記画素電極上に塗布するステッ
プと、
　前記画像表示領域の外周を囲む高さ３ｍｍ以上の外周壁を前記基板上に形成するステッ
プと、
　前記画素電極上に塗布した前記インクを乾燥させて発光層を形成するステップと、
　前記発光層上および前記外周壁の内壁面上に対向電極を形成するステップと、
　前記外周壁上に封止板を配置するとともに前記外周壁を押し潰し、前記画像表示領域の
外周を囲むように配置された壁状の封止部を形成するステップと、
を有する有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項５】
　押し潰した前記外周壁を、レーザーにより焼成して前記封止部を形成する請求項４に記
載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項６】
　ガラスフリット材料を用いて前記外周壁を形成する請求項４又は５に記載の有機ＥＬデ
ィスプレイパネルの製造方法。
【請求項７】
　前記ガラスフリット材料には、前記インクに含有される前記有機溶媒と同一種類の有機
溶媒が含有されている請求項６に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項８】
　前記外周壁を、前記画像表示領域の端縁から１００μｍ以上離隔させて前記基板上に形
成する請求項４～７のいずれか一項に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項９】
　前記外周壁は、その上部が前記基板の外周方向に傾斜している請求項４～８のいずれか
一項に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１０】
　前記外周壁は、内側に比して外側が高い階段状である請求項４～９のいずれか一項に記
載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイパネルおよびその製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬディスプレイパネルとは、有機化合物の電界発光を利用した発光素子（有機Ｅ
Ｌ素子）を有するディスプレイパネルである。有機ＥＬディスプレイパネルは、画素電極
と、画素電極上に配置された有機発光層と、有機発光層上に配置された対向電極を含む有
機ＥＬ素子を有する。有機発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、低分子有機化合物の組み合
わせ（ホスト材料とドーパント材料）と、高分子有機化合物とに大別される。高分子有機
化合物の例には、ＰＰＶと称されるポリフェニレンビニレンやその誘導体などが含まれる
。高分子有機化合物を利用した有機ＥＬディスプレイパネルは、比較的低電圧で駆動でき
、消費電力が少なく、ディスプレイパネルの大型化に対応し易いとされている。
【０００３】
　また、高分子有機化合物は、キシレンやトルエン等の芳香族系の有機溶剤に溶解させた
溶液の状態とすることができる。このため、インクジェット法などの印刷法で高分子有機
化合物の溶液（以下、単に「インク」とも記す）を所定の箇所に塗布し、有機発光層を形
成することが可能である。即ち、高分子化合物を適正な箇所に配置する方法として、簡便
かつ処理能力の高いインクジェット法を採用することで、ディスプレイパネルの大画面化
により対応し易いとされている。
【０００４】
　有機ＥＬ素子は、画素電極、正孔注入層、および有機発光層等の複数のレイヤーからな
る積層デバイスである。そして、それぞれのレイヤーの膜厚は、有機ＥＬ素子の発光特性
を左右する重要な要素であるといえる。なかでも、発光に直接寄与する有機発光層の膜厚
に対しては高度な均一性が要求される。有機発光層の膜厚のバラつきは有機ＥＬディスプ
レイパネルに「輝度ムラ」を生じさせるため、有機ＥＬディスプレイパネルの表示品質欠
陥につながる。
【０００５】
　インクジェット法などの印刷法で有機発光層を形成する場合には、先ず、バンクと呼ば
れる画素を規定する隔壁の内側にインクを塗布する。次いで、インクに含まれる有機溶剤
を蒸発させ、インクを乾燥させることで１００ｎｍ程度の膜厚の有機発光層を形成するこ
とができる。形成される有機発光層の膜厚や膜形状は、インクの乾燥工程により左右され
ることが知られている。
【０００６】
　例えば、基板上の同一の画素領域内に配置された画素であっても、形成される有機発光
層の形状にバラつきが発生する場合がある。具体的には、画素表示領域の周縁部に配置さ
れた画素における有機発光層は、基板の外側に向かって傾斜した形状となる場合がある。
これは、画素領域の周縁部における有機溶剤の蒸気濃度は中央部に比して低く、画素領域
の周縁部ほどインクの乾燥速度が高くなるためである。そして、ディスプレイパネルの大
型化に伴い、乾燥速度の相違に起因して発生する有機発光層の形状のバラつきは特に顕著
となる傾向にある。
【０００７】
　上記のような問題を解決すべく、発光には寄与しないダミーの画素を発光に寄与する画
素表示領域の周囲に設け、膜厚が均一な画素のみを発光させる方法が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。また、インク塗布領域の周囲に着脱可能な仕切り用の囲いを一時
的に設けて乾燥させることにより、塗布領域端部における乾燥速度の上昇を抑制し、塗布
領域面内でムラなく均一に乾燥させて均一な膜を形成する方法が知られている（例えば、
特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３６２８９９７号公報
【特許文献２】特開２００７－９０２００号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、引用文献１に記載された方法ではパネル面積に占める発光領域の面積の
割合が小さくなってしまうため、パネルの表示性能が低下するという問題がある。また、
発光に寄与しない部分にもインクを塗布する必要があるため、材料の使用効率が低下し、
パネルの製造コストが嵩むという問題もある。
【００１０】
　また、引用文献２に記載された方法では、仕切り用の囲いを基板に装着させる必要があ
るとともに、インクの乾燥後には仕切り用の囲いを基板から取り外す必要がある。このた
め、仕切り用の囲いの装着時および取り外し時に微細なパーティクル（ゴミ）が発生し易
い。従って、発生したパーティクルが基板に付着した場合にはディスプレイパネルの表示
品質が低下してしまい、製造歩留まりが低下するという問題があった。
【００１１】
　本発明は、このような従来技術の有する問題点に鑑みてなされたものであり、その課題
とするところは、輝度ムラの発生が抑制され、表示品質の高い有機ＥＬディスプレイパネ
ル、およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　即ち、本発明によれば、以下に示す有機ＥＬディスプレイパネル、および有機ＥＬディ
スプレイパネルの製造方法が提供される。
【００１３】
　［１］基板と、前記基板上に配列されて画像表示領域を構成する複数の画素電極と、
　塗布法で形成された発光材料からなる発光層を含む、前記画素電極上に配置された有機
機能層と、前記有機機能層上に配置され、前記複数の画素電極に対して共有する対向電極
と、前記画像表示領域の外周を囲むように前記基板上に配置された壁状の封止部と、前記
封止部上に配置された封止板と、を備え、前記対向電極が、前記封止部の内壁面上にも配
置されている有機ＥＬディスプレイパネル。
【００１４】
　［２］前記封止部が、ガラスフリットの焼成物により形成されている前記［１］に記載
の有機ＥＬディスプレイパネル。
【００１５】
　［３］前記封止部の内部に空隙が形成されている前記［１］又は［２］に記載の有機Ｅ
Ｌディスプレイパネル。
【００１６】
　［４］基板上に画像表示領域を構成する複数の画素電極を配列するステップと、発光材
料および揮発性の有機溶媒を含有するインクを前記画素電極上に塗布するステップと、前
記画像表示領域の外周を囲む高さ３ｍｍ以上の外周壁を前記基板上に形成するステップと
、前記画素電極上に塗布した前記インクを乾燥させて発光層を形成するステップと、前記
発光層上および前記外周壁の内壁面上に対向電極を形成するステップと、前記外周壁上に
封止板を配置するとともに前記外周壁を押し潰し、前記画像表示領域の外周を囲むように
配置された壁状の封止部を形成するステップと、を有する有機ＥＬディスプレイパネルの
製造方法。
【００１７】
　［５］押し潰した前記外周壁を、レーザーにより焼成して前記封止部を形成する前記［
４］に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【００１８】
　［６］ガラスフリット材料を用いて前記外周壁を形成する前記［４］又は［５］に記載
の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【００１９】
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　［７］前記ガラスフリット材料には、前記インクに含有される前記有機溶媒と同一種類
の有機溶媒が含有されている前記［６］に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法
。
【００２０】
　［８］前記外周壁を、前記画像表示領域の端縁から１００μｍ以上離隔させて前記基板
上に形成する前記［４］～［７］のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造
方法。
【００２１】
　［９］前記外周壁は、その上部が前記基板の外周方向に傾斜している前記［４］～［８
］のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【００２２】
　［１０］前記外周壁は、内側に比して外側が高い階段状である前記［４］～［９］のい
ずれかに記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは発光層の膜厚が均一であるため、輝度ムラの発
生が抑制されており、表示品質が極めて高いものである。
【００２４】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法によれば、所定高さの外周壁を画像表
示領域の外周を囲むように形成した状態で、所定の箇所に塗布した発光材料を含有するイ
ンクを乾燥させるため、インクの乾燥速度を均一にして、形成される発光層の膜厚を均一
にすることができる。このため、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法によれ
ば、輝度ムラの発生が抑制され、表示品質の高い有機ＥＬディスプレイパネルを製造する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの一実施形態を模式的に示す上面図である
。
【図２】本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの一実施形態を模式的に示す断面図である
。
【図３Ａ】本発明の有機ＥＬディプレイパネルの製造方法の一実施形態を模式的に示す断
面図である。
【図３Ｂ】本発明の有機ＥＬディプレイパネルの製造方法の一実施形態を模式的に示す断
面図である。
【図３Ｃ】本発明の有機ＥＬディプレイパネルの製造方法の一実施形態を模式的に示す断
面図である。
【図３Ｄ】本発明の有機ＥＬディプレイパネルの製造方法の一実施形態を模式的に示す断
面図である。
【図３Ｅ】本発明の有機ＥＬディプレイパネルの製造方法の一実施形態を模式的に示す断
面図である。
【図３Ｆ】本発明の有機ＥＬディプレイパネルの製造方法の一実施形態を模式的に示す断
面図である。
【図３Ｇ】本発明の有機ＥＬディプレイパネルの製造方法の一実施形態を模式的に示す断
面図である。
【図４】外周壁の構造の一例を模式的に示す断面図である。
【図５】外周壁の構造の他の例を模式的示す断面図である。
【図６】外周壁の構造の更に他の例を模式的に示す断面図である。
【図７】流体解析により計算された、外周壁がない場合における基板上の蒸気濃度を示す
グラフである。
【図８】流体解析により計算された、外周壁がある場合とない場合における基板上の蒸気
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濃度を示すグラフである。
【図９】参考例１で形成した発光層（乾燥膜）の膜プロファイルの測定結果を示すグラフ
である。
【図１０】比較参考例１で形成した発光層（乾燥膜）の膜プロファイルの測定結果を示す
グラフである。
【図１１】比較参考例２で形成した発光層（乾燥膜）の膜プロファイルの測定結果を示す
グラフである。
【図１２Ａ】参考例１でガラス基板上に形成した発光層、バンクおよび外周壁のパターン
を模式的に示す上面図である。
【図１２Ｂ】図１２ＡのＸ－Ｘ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
１．有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法は、（１）基板上に複数の画素電極を
配列するステップ（以下、「第１ステップ」とも記す）と、（２）発光材料を含有するイ
ンクを画素電極上に塗布するステップ（以下、「第２ステップ」とも記す）と、（３）画
像表示領域の外周を囲む所定高さの外周壁を基板上に形成するステップ（以下、「第３ス
テップ」とも記す）と、（４）インクを乾燥させて発光層を形成するステップ（以下、「
第４ステップ」とも記す）と、（５）対向電極を形成するステップ（以下、「第５ステッ
プ」とも記す）と、（６）外周壁上に封止板を配置するステップ（以下、「第６ステップ
」とも記す）と、を有する。
【００２７】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法では、（ｉ）発光材料を含有するイン
クを塗布するステップ、（ｉｉ）インクが塗布される領域（画像表示領域）の外周を囲む
ように所定高さの外周壁を基板上に形成するステップ、および（ｉｉｉ）インクを乾燥さ
せて発光層を形成するステップ、を含むことを特徴の一つとしている。このように、本発
明の製造方法においては塗布したインクの周りを外周壁で囲った状態で乾燥させるため、
画像表示領域の端部における局所的なインク乾燥速度の上昇を抑制することができる。こ
のため、形成される発光層の膜厚を均一にすることができる。
【００２８】
　なお、上記（ｉ）のステップと、上記（ｉｉ）のステップの実施順序は特に限定されず
、いずれのステップを先に実施してもよい。但し、（ｉ）のステップの後に（ｉｉ）のス
テップを実施することが、外周壁の存在に制約されることなく、より正確な箇所にインク
を容易に塗布することができるために好ましい。
【００２９】
　インクの乾燥速度（流束）は、Ｆｉｃｋの法則より下記式（１）で表すことができる。
　Ｊ＝－Ｄ・（ｄｃ／ｄｘ）　　・・・（１）
　（Ｊ：流束、Ｄ：拡散係数、ｃ：蒸気濃度、ｘ：位置）
【００３０】
　上記式（１）式から、インクの乾燥速度はインクに含まれる有機溶媒の蒸気濃度の関数
として表すことが可能であり、蒸気濃度が異なると乾燥速度も異なることがわかる。この
ため、塗布領域内でインクを均一に乾燥させるには、蒸気濃度が塗布領域の上で均一であ
ることが必要である。なお、塗布領域の外側部分では蒸気の相互作用が小さいため、イン
クが拡散し易く、蒸気濃度は小さくなる傾向にある。
【００３１】
　図７は、流体解析により計算された、外周壁がない場合における基板上の蒸気濃度を示
すグラフである。図７においては、インク塗布後、大気圧条件下で１２０秒放置後のシク
ロヘキシルベンゼン（ＣＨＢ）の蒸気濃度の分布が示されている。なお、この流体解析は
、汎用の数値流体力学ソフトウェアである商品名「ＦＬＵＥＮＴ」（フルーエント・アジ
アパシフィック社製）を用いて行なったものである。
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【００３２】
　図７に示すように、基板の中心から離れるに従って蒸気濃度は徐々に低下しており、塗
布領域の端部で急激に蒸気濃度は低下している。これにより、基板の中心部では蒸気濃度
が比較的高く、インクの乾燥速度が遅いことが分かる。一方、基板の端部ではインクの乾
燥速度が速いと考えられる。これにより基板面内でインクの乾燥ムラが生じ、形成される
乾燥膜（発光層）の形状にバラつきが発生するものと推測される。発光層の形状のバラつ
きは輝度ムラにつながり、有機ＥＬディスプレイパネルの表示特性が低下する要因となる
。
【００３３】
　図８は、流体解析により計算された、「外周壁がある場合」と「外周壁がない場合」に
おける基板上の蒸気濃度を示すグラフである。図８に示すように、外周壁の高さが１ｍｍ
の場合には、外周壁がない場合と同等の蒸気濃度分布となることが分かる。一方、外周壁
の高さ３ｍｍの場合には、基板の端部における蒸気濃度の低下が抑制されていることが明
らかである。従って、単に外周壁を設けるだけでなく、設ける外周壁を所定の高さ以上と
することでインクの乾燥ムラを抑制可能であることが明らかである。これは、インク蒸気
の発生量に比して外周壁が低い場合には、外周壁を乗り越えてインク蒸気が外部へと漏れ
出すためである。なお、インク蒸気の発生量に比して外周壁が十分に高い場合には、外周
壁で囲まれた領域内にインク蒸気が溜め込まれると考えられる。
【００３４】
　なお、本発明の製造方法においては外周壁を用いて封止部を形成し、基板と封止板を接
着する。即ち、インクを均一に乾燥させるために用いた外周壁を、有機ＥＬディスプレイ
パネルを構成する部材とする。従って、外周壁を取り外す工程が存在しないために、外周
壁の取り外しに伴って発生する微細なパーティクル（ゴミ）が基板等に付着することがな
い。このため、ゴミ等の混入によるディスプレイパネルの表示品質の低下が起こり難く、
製造歩留まりを向上させることができる。
【００３５】
　以下、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法のそれぞれのステップについて
詳細に説明する。
【００３６】
（第１ステップ）
　第１ステップでは、複数の画素電極を基板上にマトリクス状に配列して形成する。画素
電極は、例えば、スパッタリング法等により電極材料の膜を基板上に形成した後、電極材
料の膜をレジストでマスキングし、次いで、エッチングしてパターニングすることにより
形成される。画素電極の膜厚は１００～２００ｎｍ程度であることが好ましい。画素電極
の膜厚が薄過ぎると、膜厚が不均一になり易い。
【００３７】
　なお、画素電極上には正孔注入層を形成してもよい。正孔注入層の材料は、通常、遷移
金属の酸化物である。正孔注入層は、例えばスパッタリング法等により画素電極上に形成
することができる。
【００３８】
　また、発光領域を規定するバンクを、画素電極の周縁の一部または全部を覆うように形
成することが好ましい。なお、画素電極上には正孔注入層を形成した場合には、画素電極
上の正孔注入層の周縁の一部または全部を覆うようにバンクを形成すればよい。バンクの
材料としては、ポリイミド、アクリル樹脂等の樹脂を含有する感光性樹脂材料を用いるこ
とができる。なお、樹脂中にフッ素化合物が導入されていてもよい。感光性樹脂組成物を
使用すれば、フォトリソプロセス（塗布、ベーク、露光、現像、および焼成）によってバ
ンクをパターン形成することができる。特に限定されることはないが、一例を挙げると、
ベークは１００℃で２分、露光は３６５ｎｍがメインピークであるｉ線を露光量として２
００ｍＪ／ｃｍ２、現像は０．２質量％のＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムハイドロ
オキサイド）液で６０秒、リンスを純水で６０秒、焼成は乾燥炉を使用して２２０℃で６
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０分間実施すればよい。
【００３９】
　なお、バンクの形成後、正孔輸送材料を含むインクを正孔注入層上に塗布してもよい。
塗布されたインクを乾燥およびベークすること等により正孔輸送層を形成することができ
る。塗布されるインクには、所望の正孔輸送材料および有機溶媒が含有される。有機溶媒
は、正孔輸送材料の種類に応じて決定される。有機溶媒の例には、アニソール等の芳香族
系の溶媒が含まれる。インクを塗布する手段は特に限定されない。インクの塗布手段の例
には、インクジェット法、ディスペンサー法、ノズルコート法、スピンコート法、ダイコ
ート法、凹版印刷法、凸版印刷法等が含まれる。好ましいインクの塗布手段はインクジェ
ット法である。
【００４０】
（第２ステップ）
　第２ステップでは、発光材料を含有するインクを画素電極上に塗布する。なお、画素電
極上に正孔注入層や正孔輸送層を形成した場合には、これらの層を介して画素電極上にイ
ンクを塗布する。また、バンクを形成した場合には、バンクで規定された領域内における
画素電極上にインクを塗布する。
【００４１】
　インクには、発光材料と揮発性の有機溶媒が含有されている。有機溶媒は、発光材料の
種類に応じて選択すればよい。有機溶媒の例には、シクロヘキシルベンゼン（ＣＨＢ）、
アニソール、メトキシトルエン、ヘプチルベンゼン等が含まれる。インクの塗布手段の例
には、インクジェット法、ディスペンサー法、ノズルコート法、スピンコート法、ダイコ
ート法、凹版印刷法、凸版印刷法等が含まれる。好ましいインクの塗布手段はインクジェ
ット法である。
【００４２】
（第３ステップ）
　第３ステップでは、画像表示領域の外周を囲む外周壁を基板上に形成する。ここで「画
像表示領域」とは、基板上における複数の画素電極が配列された領域を意味する。なお、
この外周壁は、発光材料を含有するインクの塗布後、インクの乾燥が進行しないうちに直
ちに形成することが好ましい。
【００４３】
　外周壁の材料としては、ガラスフリット材料（即ち、ガラスペースト）を用いることが
好ましい。ガラスフリット材料には、通常、粉末状のガラスであるガラスフリットと有機
溶媒が含有されている。ガラスフリット材料は、一般的な樹脂材料に比して粘度が高い。
このため、ガラスフリット材料を使用すれば、ある程度の高さを有するとともに、形状保
持製の良好な外周壁を容易に形成することができる。ガラスフリット材料に含有される有
機溶媒は、発光層を形成するためのインクに含有される有機溶媒と同一種類の有機溶媒で
あることが好ましい。発光層等を形成するためのインクに含有される有機溶媒と同一種類
の有機溶媒を用いることで、有機溶媒の蒸気が外周壁からも生ずることとなる。このため
、外周壁の付近（即ち、画像表示領域の端部）における有機溶媒の蒸気濃度の低下をより
効果的に抑制することができ、形成される発光層の膜厚をより均一にすることができる。
【００４４】
　ガラスフリット材料等の外周壁を形成するための材料を塗布することによって、外周壁
を形成する。塗布手段の例には、ディスペンサーを用いるディスペンサー法、ノズルコー
ト法、ダイコート法等が含まれる。ガラスフリット材料等の好ましい塗布手段はディスペ
ンサー法である。
【００４５】
　外周壁は、発光材料のインクから発生した有機溶媒の蒸気をその内部に溜め込むための
構造体である。そして、有機溶媒の蒸発速度が速い場合には、有機溶媒の蒸気を内部に溜
め込むために外周壁を高く形成する必要がある。即ち、外周壁の必要な高さはインクに含
有される有機溶媒の蒸発速度によって定まる。例えば、有機溶媒がシクロヘキシルベンゼ



(9) JP 2011-249035 A 2011.12.8

10

20

30

40

50

ン（ＣＨＢ）（２５℃、大気圧下での蒸発速度：６．４４１×１０－６ｋｇ／（ｍ２・ｓ
ｅｃ））である場合には、外周壁の高さは３ｍｍ以上、好ましくは３～５ｍｍとする。ま
た、有機溶媒がメトキシトルエン（２５℃、大気圧下での蒸発速度：４１．７７×１０－

６ｋｇ／（ｍ２・ｓｅｃ））である場合には、外周壁の高さは２０ｍｍ以上、好ましくは
２０～２４ｍｍとする。更に、有機溶媒がフェノキシトルエン（２５℃、大気圧下での蒸
発速度：１．８２９×１０－６ｋｇ／（ｍ２・ｓｅｃ））である場合には、外周壁の高さ
は０．９ｍｍ以上、好ましくは１～３ｍｍとする。
【００４６】
　発光材料のインクから発生する有機溶媒の蒸発速度は、熱重量測定（ＴＧ）／示差熱分
析（ＤＴＡ）により重量減少量から算出した。また、ＴＧ／ＤＴＡには商品名「ＥＸＳＴ
ＡＲ　ＴＧ／ＤＴＡ７０００」（エスアイアイ・ナノテクノロジー社製）を使用した。
【００４７】
　なお、第２ステップと第３ステップの実施順序については特に限定されず、いずれのス
テップを先に実施してもよい。但し、第２ステップの後に第３ステップを実施することが
、外周壁の存在に制約されることなく、より正確な箇所にインクを容易に塗布することが
できるために好ましい。
【００４８】
（第４ステップ）
　第４ステップでは、画素電極上に塗布したインクを、画像表示領域の周りを所定高さの
外周壁で囲んだ状態で乾燥させる。これにより発光層を形成することができる。インクの
乾燥手段は特に限定されないが、例えば減圧乾燥によって乾燥させることが好ましい。減
圧乾燥は、例えば真空チャンバーを使用し、真空ポンプ等でチャンバー内を到達圧力５Ｐ
ａ程度まで減圧することにより行えばよい。なお、インクの乾燥と同時に外周壁を乾燥さ
せることもできる。また、通常、インクの乾燥後にＩＲ炉やホットプレート等を使用して
１０分程度ベークする。ベーク温度は発光材料の種類によって適宜設定されるが、例えば
１３０℃前後である。
【００４９】
（第５ステップ）
　第５ステップでは、発光層の上面を含む画像表示領域の全ての上面に対向電極を形成す
る。対向電極は、例えばスパッタリング法等により形成することができる。なお、画像表
示領域の全ての上面に対向電極を形成すると、同時に外周壁の内壁面上にも対向電極が形
成されることとなる。
【００５０】
（第６ステップ）
　第６ステップでは、外周壁上に封止板を配置する。その際、外周壁を押し潰して、画像
表示領域の外周を囲むように配置された壁状の封止部（ダム（ＤＡＭ））を形成する。形
成された壁状の封止部を介して基板と封止板を貼り合わせれば有機ＥＬディスプレイパネ
ルを得ることができる。
【００５１】
　なお、通常、変形させた外周壁を焼成することにより壁状の封止部を形成する。但し、
外周壁の構成材料がガラスフリット材料である場合には変形させた外周壁にレーザーを照
射してガラスフリットを焼成することが好ましい。ガラスフリットの焼成に要する温度は
、通常４００～８００℃と高温であるので、焦点範囲の狭いレーザーを照射することによ
って外周壁以外の部分への影響を回避しつつ外周壁のガラスフリットを焼成することがで
きる。
【００５２】
２．有機ＥＬディスプレイパネル
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、上述した本発明の有機ＥＬディスプレイパネ
ルの製造方法によって製造されるものである。本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、
基板と、基板上に配列された複数の画素電極と、発光層を含む有機機能層と、有機機能層
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上に配置された対向電極と、画像表示領域の外周を囲むように基板上に配置された壁状の
封止部と、封止部上に配置された封止板と、を備えている。以下、それぞれの構成要素に
ついて説明する。
【００５３】
（基板）
　基板の材料は、有機ＥＬでディスプレイパネルがボトムエミッション型か、トップエミ
ッション型かによって異なる。例えば、ボトムエミッション型の場合、基板は、透明であ
ることが求められる。従って、ボトムエミッション型の場合、基板の材料の例にはガラス
や石英、透明プラスチック等が含まれる。一方、トップエミッション型の場合、基板が透
明である必要はない。従って、トップエミッション型の場合、基板の材料は絶縁体であれ
ば任意であり、例えば不透明プラスチックや金属等である。
【００５４】
　有機ＥＬディスプレイパネルがアクティブマトリクス型である場合、基板には、有機Ｅ
Ｌ素子を駆動するための薄膜トランジスタ（駆動ＴＦＴ）が内蔵される。基板に内蔵され
たＴＦＴのソース電極またはドレイン電極は、画素電極に接続される。また、画素電極を
、ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極と同一平面に配置してもよい。なお、有機ＥＬ
ディスプレイパネルはＴＦＴ上に積層して配置されていてもよい。
【００５５】
（画素電極）
　画素電極は基板上に配置される導電性部材である。画素電極は、通常陽極として機能す
るが、陰極として機能してもよい。有機ＥＬディスプレイパネルがボトムエミッション型
の場合、画素電極が透明電極であることが求められ、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏ
ｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、または酸化スズ等で形成
すればよい。有機ＥＬディスプレイパネルがトップエミッション型の場合には、画素電極
には光反射性が求められる。光反射性の画素電極は、例えば銀を含む合金、より具体的に
は銀－パラジウム－銅合金（ＡＰＣとも称する）、銀－ルビジジウム－金合金（ＡＲＡと
も称する）、モリブデン－クロムの合金（ＭｏＣｒとも称する）、ニッケル－クロム合金
（ＮｉＣｒとも称する）、アルミニウム合金等で形成すればよい。画素電極の厚さは、通
常１００～５００ｎｍであり、約１５０ｎｍであることが好ましい。
【００５６】
（正孔注入層および正孔輸送層）
　画素電極上には、正孔注入層と正孔輸送層の少なくともいずれかが配置されてもよい。
正孔注入層とは、正孔注入材料からなる層を意味する。正孔注入材料の例には、ポリスチ
レンスルホン酸をドープしたポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ
－ＰＳＳと称される）や、その誘導体（共重合体等）が含まれる。また、正孔注入材料に
は、ＷＯｘ（タングステンオキサイド）、ＭｏＯｘ（モリブデンオキサイド）、ＶＯｘ（
バナジウムオキサイド）等の酸化物；これらの組み合わせ；ＭｏをドープしたＷＯｘ等が
含まれていてもよい。正孔注入層の厚さは、通常１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましく
は約３０ｎｍである。
【００５７】
　正孔輸送層は、正孔注入層への電子の輸送をブロックする役割や、発光層に正孔を効率
よく運ぶ役割等を有する層である。正孔輸送層は、例えばフルオレンと芳香族アミンとの
共重合体からなる層である。正孔輸送層の厚さは通常、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であ
り、好ましくは約３０ｎｍである。
【００５８】
（バンク）
　発光領域を規定するバンクが、画素電極の周縁の一部または全部を覆うように形成され
ていることが好ましい。バンクは、ポリイミドやアクリル樹脂等の樹脂からなる構造体で
ある。これらの樹脂は、少なくとも一部の繰返し単位にフッ素原子を有するフッ素樹脂で
あることが好ましい。フッ素樹脂の例には、フッ素化ポリオレフィン系樹脂、フッ素化ポ
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リイミド樹脂、フッ素化ポリアクリル樹脂等が含まれる。フッ素樹脂の更なる具体例には
、特表２００２－５４３４６９号公報に記載されているフッ素含有ポリマー；フルオロエ
チレンとビニルエーテルとの共重合体である商品名「ルミフロン」（ＬＵＭＩＦＬＯＮ、
登録商標、旭硝子社製）等が含まれる。バンクの基板からの高さは、通常０．１μｍ～２
μｍ、好ましくは０．８μｍ～１．２μｍである。
【００５９】
　バンクの形状は順テーパー状であることが好ましい。順テーパー状とは、バンクの障壁
面が斜めになっており、バンクの底面の面積がバンクの上面の面積よりも大きい形状を意
味する。バンクの形状がテーパー状である場合、テーパー角度は通常２０°～８０°、好
ましくは３０°～５０°である。
【００６０】
　バンク上面の濡れ性は低いことが好ましく、バンク壁面の濡れ性よりも低いことが好ま
しい。なお、バンクの上面とは、バンクの頂点を含む面を意味する。具体的には、バンク
上面と水との接触角は、通常８０°以上、好ましくは９０°以上である。また、バンク上
面とアニソールとの接触角は、通常３０°～７０°である。一方、バンク壁面とアニソー
ルとの接触角は、通常３°～３０°である。なお、接触角の値が高いほど、その面の濡れ
性が低いことを意味する。
【００６１】
（有機機能層）
　画素電極上には、少なくとも一の発光層を含む有機機能層が配置される。なお、画素電
極上に正孔注入層や正孔輸送層が配置される場合には、これらの層を介して画素電極上に
有機機能層が配置される。また、バンクを有する場合には、バンクによって規定された領
域内に有機機能層が配置される。有機機能層の厚さは、特に限定されないが、例えば５０
～２００ｎｍ程度であればよい。
【００６２】
　発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、副画素（有機ＥＬ素子）が発する光の色（ＲＧＢ）
に応じて副画素ごとに適宜選択される。有機ＥＬ材料は、高分子有機ＥＬ材料と低分子有
機ＥＬ材料のいずれでもよいが、塗布法により形成する観点からは高分子有機ＥＬ材料が
好ましい。高分子有機ＥＬ材料を用いることで、他の部材に損傷を与えることなく発光層
を容易に形成することができる。
【００６３】
　高分子有機ＥＬ材料の例には、ポリパラフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリア
セチレンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリパラフェニレンエチ
レンおよびその誘導体、ポリ３－ヘキシルチオフェンおよびその誘導体、ポリフルオレン
およびその誘導体などが含まれる。
【００６４】
　低分子有機ＥＬ材料の例には、ドーパント材料とホスト材料との組み合わせが含まれる
。ドーパント材料の例には、ＢＣｚＶＢｉ（４，７－ジフェニル－１，１０－フェナント
ロリン）、クマリン、ルブレン、ＤＣＪＴＢ（［２－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（２
，３，６，７－テトラヒドロ－１，１，７，７－テトラメチル－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉ
ｊ］キノリジン－９－イル）ビニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン］マロノニトリル）
等が含まれる。また、ホスト材料の例には、ＤＰＶＢｉ（４，４’－ビス（２，２－ジフ
ェニルエテニル）ビフェニル）、Ａｌｑ３（トリス（８－キノリノラト）アルミニウム）
等が含まれる。
【００６５】
　有機機能層には、上記の発光層に加えて、正孔輸送層（インターレイヤ）、電子注入層
、電子輸送層等が含まれていてもよい。正孔輸送層は、有機発光層に正孔を効率よく運ぶ
機能、および画素電極（または正孔注入層）への電子の侵入をブロックする機能を有する
。従って、正孔輸送層は、画素電極と発光層との間に配置される。正孔輸送層の材料は、
正孔輸送性の有機材料であれば、高分子材料でも低分子材料であってもよい。正孔輸送性
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の有機材料の例には、フルオレン部位とトリアリールアミン部位を含む共重合体や低分子
量のトリアリールアミン誘導体等が含まれる。
【００６６】
（対向電極）
　対向電極は、有機機能層上に配置される導電性部材である。なお、この対向電極は後述
する封止部の内壁面上にも配置される。対向電極は通常陰極として機能するが、陽極とし
て機能してもよい。
【００６７】
　対向電極の材料は、有機ＥＬデバイスがボトムエミッション型か、トップエミッション
型かによってその材料が異なる。有機ＥＬデバイスがトップエミッション型の場合には、
対向電極が透明である必要があるので、対向電極の材料を、透過率が８０％以上の導電性
部材とすることが好ましい。これにより、発光効率が高く、消費電力が低く、寿命が長い
トップエミッション有機ＥＬディスプレイパネルを得ることができる。
【００６８】
　このような透明電極は、アルカリ土類金属を含む層と、電子輸送性の有機材料からなる
層と、金属酸化物層とから構成されてもよい。アルカリ土類金属の例には、マグネシウム
、カルシウム、バリウム等が含まれる。電子輸送性の有機材料は、例えば電子輸送性の有
機半導体材料である。金属酸化物は、特に限定されないが、例えばインジウム錫酸化物又
はインジウム亜鉛酸化物である。
【００６９】
　また、透明陰極は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、またはこれらのハロゲン化物を
含む層と銀を含む層とから構成されてもよい。銀を含む層は、銀のみから構成されてもよ
いし、銀合金から構成されてもよい。また、銀を含む層上に透明度が高い屈折率調整層を
設けてもよい。屈折率調整層を設けることで光取り出し効率を向上させることができる。
【００７０】
　対向電極は、それぞれの発光層上に面形成されていればよいが、通常は複数の発光層を
共通して覆うように面形成されている。対向電極は通常、スパッタリング法により形成さ
れ、必ずしも発光層ごとに分離されていなくてもよい。つまり、アクティブマトリクス型
のように画素電極が有機ＥＬ素子ごとに独立して制御されていれば、有機ＥＬ素子をドラ
イブするＴＦＴ素子が独立しているので、対向電極を複数の発光層で共有することができ
る。
【００７１】
（封止部）
　封止部（ダム（ＤＡＭ））は、前述の外周壁を変形させ、必要に応じてレーザー照射等
によって焼成することにより形成される部分である。この封止部は、画像表示領域の外周
を囲むように配置された壁状の構成要素である。なお、基板と後述する封止板とは、封止
部を介して貼り合わされている。
【００７２】
　封止部の前駆体である外周壁は、例えばガラスフリット材料等の材料によって形成され
ている。このため、外周壁がガラスフリット材料で形成されている場合には、この外周壁
を変形および焼成してなる封止部は、ガラスフリットの焼成物によって形成されている。
【００７３】
　封止部の前駆体である外周壁の内壁面上には、対向電極が形成されている。このため、
この外周壁を変形させること等により形成された封止部の内壁面上にも対向電極が形成さ
れている。
【００７４】
（封止板）
　封止部上には封止板が配置されている。この封止板は、封止部を介して基板と貼り合わ
されている。封止板としては、ガラス板や樹脂板を用いることができる。なお、有機ＥＬ
でディスプレイパネルがボトムエミッション型である場合には、封止板は透明でなくても
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よい。
【００７５】
（平坦化層）
　画像表示領域（有機ＥＬ素子）と封止板との間には、通常、平坦化層が形成される。こ
の平坦化層は、例えば、樹脂材料が画像表示領域（有機ＥＬ素子）と封止板との間に充填
されることにより形成される。
【００７６】
（有機ＥＬディスプレイパネル）
　上述の構成を有する有機ＥＬディスプレイパネルの画素電極と対向電極との間に電圧を
印加すると、画素電極から正孔が、対向電極から電子が発光層に注入される。注入された
正孔および電子は、発光層の内部で結合し、励起子が発生する。この励起子によって発光
層が発光し、光が発せられる。以下、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの実施形態に
ついて図面を参照しつつ説明する。
【００７７】
　図１および２は、本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの一実施形態を模式的に示す上
面図および断面図である。なお、図１においては、便宜上、封止板の記載を省略している
。また、図１および２に示すように、本実施形態の有機ＥＬディスプレイパネル１０は、
基板１００、画素電極２１０、正孔注入層５１０、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）
の三色の発光層６００を含む有機機能層６５０、バンク４００、画像表示領域９００の周
囲に形成された封止部７５０、対向電極２２０、ならびに封止板７００を有する。
【００７８】
　基板１００の材料は、例えばガラス等である。また、基板１００には金属配線やトラン
ジスタ回路が形成されていてもよい。画素電極２１０は、基板１００上に配置された導電
層である。画素電極２１０は、例えばＡＰＣ等の光反射性の金属によって形成されている
。通常は、基板１００上に複数の画素電極２１０がマトリクス状に配置される。
【００７９】
　発光層６００は正孔注入層５１０上に配置されている。発光層６００の厚さは５０～１
５０ｎｍであることが好ましい。バンク４００は、発光層６００の領域を規定するように
基板１００上および正孔注入層５１０上にピクセル状又はライン状に配置されている。封
止部７５０は、画像表示領域９００の外周を囲むように配置されている。封止部７５０は
、例えばガラスフリットの焼成物によって形成されている。なお、封止部７５０の内部に
は空隙８００が形成されていることが好ましい。この空隙８００は、例えば、封止部７５
０の前駆体である外周壁３００（図３Ｆ参照）が折れ曲がるとともに押し潰される際に形
成され得る。封止部７５０の内部に空隙が形成されていることにより、封止部７５０の耐
衝撃性が向上する。
【００８０】
　対向電極２２０は、発光層６００上および封止部の内壁面７７０上に配置（面形成）さ
れる光透過性の導電層である。対向電極の材料は、例えばＩＴＯである。封止部７５０上
には封止板７００が配置される。この封止板７００は、画素電極２１０、正孔注入層５１
０、発光層６００、および対向電極２２０等を水分、熱、衝撃等から保護するための部材
である。封止板７００による封止は、封止部３００の前駆体である変形させた外周壁（図
示せず）と封止板７００を密着させた状態で封止板７００側からレーザーを外周壁に照射
し、外周壁を焼成することで行なうことができる。なお、封止部７５０と封止板７００の
間には対向電極２２０が配置される。
【００８１】
　封止部７５０の幅Ｗ１は、通常０．５～２ｍｍ、好ましくは１～１．５ｍｍである。
【００８２】
（有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法）
　次に、本実施形態の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法について説明する。図３Ａ
～３Ｇは、本発明の有機ＥＬディプレイパネルの製造方法の一実施形態を模式的に示す断
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面図である。本実施形態の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法は、（１）基板１００
上に複数の画素電極２１０を配列する第１ステップ（図３Ａ）と、（２）発光材料を含有
するインク５５０を画素電極２１０上に塗布する第２ステップ（図３Ｃ）と、（３）画像
表示領域９００の外周を囲む所定高さの外周壁３００を基板１００上に形成した後、イン
ク５５０を乾燥させて発光層６００を形成する第３ステップ（図３Ｄおよび３Ｅ）と、（
４）対向電極２２０を形成する第４ステップ（図３Ｆ）と、（５）外周壁３００上に封止
板７００を配置する第５ステップ（図３Ｇ）と、を有する。
【００８３】
　（１）第１ステップ（図３Ａ）では、基板１００上に複数の画素電極２１０をマトリク
ス状に配置する。なお、画素電極２１０には正孔注入層５１０を形成することができる。
なお、図３Ｂに示すように、画素電極２１０上の正孔注入層５１０の周縁を覆うとともに
、正孔注入層の表面の一部が露出するようにバンク４００を形成することも好ましい。
【００８４】
　（２）第２ステップ（図３Ｃ）では、正孔注入層５１０上であって、バンク４４０によ
って規定された領域内に発光材料を含有するインク５５０を、例えばインクジェット法に
よって塗布する。
【００８５】
　（３）第３ステップ（図３Ｄおよび３Ｅ）では、先ず、画像表示領域９００の外周を囲
むように外周壁３００を基板１００上に形成する。外周壁３００の高さＨは３ｍｍ以上、
好ましくは３～５ｍｍである（図４参照）。外周壁３００の幅Ｗ２は２００～７００μｍ
とすることが好ましく、３００～５００μｍとすることが更に好ましい。外周壁の幅Ｗが
狭過ぎる場合には、そのように幅の狭い外周壁を形成することが困難である。一方、外周
壁３００の幅が厚過ぎる場合には、有効な画像表示領域が狭くなることがある。
【００８６】
　また、画像表示領域９００の端縁から１００μｍ以上離隔させて基板１００上に外周壁
３００を形成することが好ましく、０．５～２ｍｍ離隔させて形成することが更に好まし
い（図４参照）。画像表示領域９００の端縁から外周壁３００までの距離Ｌが短過ぎると
、後の工程で外周壁３００を変形させる際に、変形した外周壁３００が画像表示領域９０
０に流入する場合がある。一方、距離Ｌが長過ぎると、有効な画像表示領域が狭くなるこ
とがある。
【００８７】
　なお、図５に示すように、外周壁３１０を、その上部が基板１００の外周方向に傾斜す
るように形成することが好ましい。外周壁３１０の上部を基板１００の外周方向に傾斜さ
せることで、変形させた外周壁３００が画像表示領域９００の側に流入することをより効
果的に抑制することができる。また、図６に示すように、外周壁３２０を、内側に比して
外側が高い階段状に形成することも好ましい。図６に示すような段差部３７０を有する階
段状に外周壁３２０を形成することで、変形させた外周壁３００が画像表示領域９００の
側に流入することをより効果的に抑制することができる。
【００８８】
　次いで、正孔注入層５１０上のインク５５０と外周壁３００を乾燥することにより、発
光層６００を形成することができる。
【００８９】
　（４）第４ステップ（図３Ｆ）では、発光層６００上に対向電極２２０を形成する。な
お、対向電極２２０は外周壁３００の内壁面上にも形成される。
【００９０】
　（５）第５ステップ（図３Ｇ）では、外周壁３００を押し潰しながら外周壁３００上に
封止板７００を配置する。次いで、押し潰れて変形した外周壁３００に対し、封止板７０
０側からレーザーを照射し、適宜圧力を負荷することにより封止部７５０が形成される。
これにより、封止部７５０を介して基板１００と封止板７００を貼り合わせることができ
る。以上のステップにより有機ＥＬディスプレイパネル１０を製造することができる。
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【００９１】
　以下、本発明を実験例に基づいて更に具体的に説明する。
【００９２】
（参考例１）
　図１２Ａおよび図１２Ｂに示すように、ガラス基板１００（旭硝子社製、３７０ｍｍ×
４７０ｍｍ×０．７ｍｍ）上に、画素電極２１５として厚さ１５０ｎｍのＡＰＣ膜をスパ
ッタリング法により形成した。形成されたＡＰＣ膜（画素電極２１５）上に、正孔注入層
５２０として厚さ３０ｎｍのＷＯｘ膜をスパッタリング法により形成した。形成されたＷ
Ｏｘ膜（正孔注入層５２０）上に、バンク材料としてアクリル材料（旭硝子社製、ネガ型
の感光性樹脂材料）をスピンコート法により塗布して塗膜を形成した後、１００℃で２分
間プリベークを行なった。フォトマスクを介して、波長３６５ｎｍの紫外光を、露光照度
２０ｍＷ／ｃｍ２で１０秒間照射して露光した。０．２質量％のＴＭＡＨ（テトラメチル
アンモニウムハイドロオキサイド）水溶液（商品名「ＮＭＤ－３」、東京応化社製）で現
像した後、純水で洗浄した。クリーンオーブンにて２２０℃で６０分間ポストベークする
ことにより、ＷＯｘ膜上にライン状のバンク４１０を形成した。なお、形成されたバンク
４１０の開口幅は６５μｍであり、正孔注入層５２０の表面からバンク４１０の上端まで
の長さ（高さ）は１μｍであった。
【００９３】
　形成されたバンク４１０によって規定されたライン状の領域内に、発光材料および溶媒
としてシクロヘキシルベンゼンを含有するインクをインクジェット法により塗布した。画
像表示領域の周囲に、ガラスフリットおよび溶媒としてシクロヘキシルベンゼンを含有す
るガラスフリット材料をディスペンサー法により塗布して高さ３ｍｍの外周壁３３０を形
成した。ガラス基板１００を内温２５℃の真空チャンバーに入れ、大気圧から１０Ｐａま
で３０秒で減圧する排気速度で真空チャンバー内を真空ポンプで減圧し、インク（および
外周壁）を乾燥させることにより発光層６１０を形成した。形成された発光層６１０（乾
燥膜）の膜厚均一性の測定結果を表１に示す。また、膜プロファイルの測定結果を図９に
示す。なお、膜プロファイルおよび膜厚均一性の測定方法を以下に示す。
【００９４】
　［膜プロファイルおよび膜厚均一性の測定］：画像表示領域のうちの端部に位置する発
光層（乾燥膜）の膜形状を、原子間力顕微鏡（商品名「ＡＳ－７Ｂ」、タカノ社製）を使
用して観察し、膜プロファイルと膜厚均一性を測定した。膜厚均一性は下記式（２）によ
り算出した。なお、膜プロファイルと膜厚均一性は、インクの塗布領域のうち、バンクか
ら７．５μｍ以上内側の領域（有効画素領域）について測定した。
　膜厚均一性（％）＝｛（最大膜厚－最小膜厚）／（２×平均膜厚）｝×１００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【００９５】
（比較参考例１）
　高さ１ｍｍの外周壁を形成したこと以外は、上述の参考零例１と同様の操作により発光
層を形成した。形成された発光層（乾燥膜）の膜厚均一性の測定結果を表１に示す。また
、膜プロファイルの測定結果を図１０に示す。
【００９６】
（比較参考例２）
　外周壁を形成しなかったこと以外は、上述の参考例１と同様の操作により発光層を形成
した。形成された発光層（乾燥膜）の膜厚均一性の測定結果を表１に示す。また、膜プロ
ファイルの測定結果を図１１に示す。
【００９７】
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【表１】

【００９８】
　表１に示す結果から、高さ３ｍｍの外周壁を形成した参考例１では、外周壁を形成しな
かった比較参考例２に比して膜厚均一性が顕著に向上していることが明らかである。なお
、高さ１ｍｍの外周壁を形成した比較参考例１の膜厚均一性は、外周壁を形成しなかった
比較参考例２の膜厚均一性と同等であった。これは、流体解析により得られた蒸気濃度の
傾向（図８参照）と一致しており、蒸気濃度にバラつきをなくして均一化させることが、
膜プロファイルの均一化に寄与していることが明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明によれば、輝度ムラの発生が抑制され、表示品質の高い有機ＥＬディスプレイパ
ネルを提供することができる。
【符号の説明】
【０１００】
　１０　有機ＥＬディスプレイパネル
　１００　基板
　２１０，２１５　画素電極
　２２０　対向電極
　３００，３１０，３２０，３３０　外周壁
　３５０　外周壁の内周面
　３７０　段差部
　４００，４１０　バンク
　５１０，５２０　正孔注入層
　５５０　インク
　６００，６１０　発光層
　６５０　有機機能層
　７００　封止板
　７５０　封止部
　７７０　封止部の内壁面
　８００　空隙
　９００　画像表示領域
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